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Abstract of DE1 9500925 

The I.C. cad (1) has a transmission moduie (3) built into the body (2) as a separate unit. The module is 
equipped with an antenna (4,5). the antenna has at least one coil (4), for transmitting energy and data 
inductively. Alternatively there is at least one electrical conducting layer (5), for transmitting energy and 
data capacitively. The module has also contact surfaces (6) to couple the "chip" moduie (7) with an I.C. 
package and contact surfaces (21 ) for coupling. There is a support layer (9) for the antenna. 
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(S) Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte 

(57) Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte, 
die besteht aus 

- einem in einem Kartenkorper (2) eingebauten Ubertra- 
gungsmodul (3), das eine groftflachige Antenne in Form 
einer Spule (4) zur induktiven Daten- und Energieuberta- 
gung und/oder in Form elektrisch leitender Schichten (5) 
zur kapazitiven Daten- und Energieubertragung sowie An- 
schluflflachen (6) zur elektrischen Ankopplung an das 
Chipmodul (7) aufweist, wobei 

- das Ubertragungsmodul (3) zwischen den Kartenkorper 
(2) bildenden, laminierten Schichten (2A) eingebettet 
wird, 

- oder das Ubertragungsmodul (3) in einem urn dasselbe 
einstuckig gespritzten Kartenkorper (2) eingebettet wird, 

- einem in dem Kartenkorper (2) eingebauten Chipmodul 
(7) mit mindestens einem IC-Baustein, wobei das Chip- 

. modul (7) Anschluftflachen (21) aufweist, uber die das 
Chipmodul (7) mit den AnschlufSflachen (6) des Ubertra- 
gungsmoduls (3) elektrisch verbunden wird, 
dadurch gekennzeichnet, dafe 

- ein Zwischenerzeugnis bestehend aus dem im Karten- 
korper (2) eingebetteten Ubertragungsmodul (3) herge- 
stellt wird, wobei bei dem Zwischenerzeugnis eine zur 
Kartenvorderseite- oder Kartenruckseite hin offene Kavi- 
tat (10, 11) zur Aufnahme des Chipmoduls (7) geschaffen 

^ wird und zwar so, dafS die AnschluRflachen des Ubertra- 
{Jl gungsmoduls (3) zumindest teilweise im Bereich der Ka- 

vitat {10, 11) liegen, 
LO - und erst danach in einem weiteren, separaten Verfah- 

rensschritt das Chipmodul (7) in die Kavitat (11, 10) des 

Zwischenerzeugnisses zur Ausbildung einer funktionsfa- 
O higen, kontaktlosen Chipkarte eingebaut wird, wobei in 
O diesem Verfah rensschritt die Anschlufcflachen (21) des ■ 

Chipmoduls (7) mit den AnschlufSflachen (6) des Ubertra- 
^ gungsmoduls (3) elektrisch leitend.verbunden werden. 
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Beschreibung 

Seit geraumer Zeit gibt es parallel zu den auf breiter 
Ebene eingefuhrten kontaktbehafteten Chipkarten nach ISO 
7816 auf dem Markt Chipkarten, bei denen der Datenaus- 5 
tausch mit entsprechenden Datenaustauschgeraten nicht 
iiber galvanische Kontakte, sondem induktiv oder kapazitiv 
erfolgt. 

Die bis her bekannten kontaktlosen Chipkarten weisen ei- 
nen gemeinsamen Trager fiir die Chips und die passiven 10 
Ubertragungselemente (Spulen fur eine induktive Daten- 
und Energieiibetragung und/oder elektrisch leitende Schich- 
ten fur eine kapazitive Daten- und Energieubertragung) auf. 
Dieser Trager mit Chip und Ubertragungselementen wird 
zwischen mindestens zwei Schichten (z. B. PVC-Schichten) 15 
des Kartenkorpers eingebettet und so in der Karte verankert. 

Problematisch bei der Hersteliung dieser Art von kontakt- 
losen Chiparten sind die folgenden Punkte. 

Die dem gemeinsamen Trager zugrunde liegende flexible 
Leiterplatte ist, da sie die.Flachen fur das Aufbringen und 20 
Anbinden der Halbleiterbauelemente (Chips) und zugleich 
die groBflachigen Ubertragungselemente tragt, in der Her- 
steliung teuer, da die ganze Flache in einer Qualitat herge- 
stellt wird, die ein Bonden der Halbleiterchips ermoglicht. 
AuBerdem ist die Aufbringung, Anbindung und Verkapse- 25 
lung der Chips aufgrund der groBen Flache der Leiterplatte 
fiir den Trager in den Bondierautomaten sehr umstandlich 
und stellt unter Kostengesichtspunkten einen nicht zu ver- 
tretenden Aufwand dar. 

Da der Trager im Bereich des Halbleiterchips sehr viel 30 
dicker ist als in den Bereichen der passiven Ubertragungs- 
elemente, mussen die Schichten, in die der Trager zur Her- 
steliung einer normgerechten Karte in einer entsprechenden 
Negativform ausgefuhrt werden, wodurch die Hersteliung 
ebenfalls teuer ist. 35 

Aufgrund fertigungsbedingter Toleranzen kommt es trotz 
sorgfaltiger Ausformung der Negativformen bei der Verbin- 
dung der den Trager einbettenden Teile zur Deformierung 
der Oberflachen und damit zur Deformierung eines sich 
eventuell auf der Oberflache befindlichen Druckbildes. Mit 40 
einem derart deforrnierten Druckbild ist die Karte jedoch als 
AusschuB zu bewerten. Aus Griinden der Sicherheit und Zu- 
verlassigkeit werden beim Verbinden zur Hersteliung von 
Chipkarten Materialien und Verfahren eingesetzt, die eine 
Trennung der Karte in die einzelnen Schichten ohne massive 45 
Beschadigung nur sehr schwer oder gar nicht zu lassen. Da- 
mit ist auch der Trager mit dem sehr teueren Halbleiterchip 
nur sehr schwer oder gar nicht aus einer als AusschuB be- 
werteten Karte fiir eine weitere Verwendung zu entfernen. 

Bei der Bedruckung des Kartenkorpers nach dem Ein- 50 
bringen des Tragers und dem Verbinden der beteiligten 
Schichten kann zwar eine Deformation des Druckbildes 
durch den Einbring- und Verbindungsvorgang ausgeschlos-' 
sen werden. Allerdings treten jedoch auch beim Bedrucken 
relativ haufig Fehier auf, so daB auch in diesern Fall teure 55 
AusschuBkarten mit nichr. mehr zu entfernenden Halbleiter- 
chip produziert werden. 

Die Probleme beim Einbringen des Tragers in die Karte 
und beim Bedrucken verstarken sich noch, wenn die kon-. 
taktlose Karte zusatzlich iibcr Kontaktflachen (z. B. nach 60 
[SO 7816/2) verfiigen soli, urn wahlweise eine kontakt.lose 
oder eine kontaki.behaft.ete Daien-'und Energieubertragung 
zu ermoglichen. In einer solchen Ausfuhrung "befinden sich 
die Koniakfflachcn mit auf der die kontaktlosen Ubertra- 
gungselemente und den Halblcilerchip iragenden Lciter- 65 
plane oder sind zumindesi lest und elektrisch leitend mil. 
dieser verbunden. Das Einbringen eines so ausgcstaltct.cn 
Tragers fiir kon taktlose und kon taki he ha ft etc Dalcniiberira- 
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gung in einen Kartenkorper ist mit noch mehr Fertigungsri- 
siken verbunden als das Einbringen eines nur kontaktlosen 
Tragers. 

In der DE 43 11 493 Al wird eine Chipkarte zur kontakt- 
losen Datentibertragung beschrieben. Bei der Hersteliung 
dieser Chipkarte wird eine elektrisch voll funktionstiichtige 
Transpondereinheit bestehend aus Chip und Spule in den 
Kartenkorper eingebaut. Zum einem ist hier eine Transpon- 
dereinheit beschrieben, die in eine Ausnehmung des Karten- 
korpers eingesetzt werden kann. Dies konnte nach dem Be- 
drucken des Kartenkorpers erfolgen, so daB die vorstehend 
beschriebenen Probleme gelbst werden konnten. Allerdings 
ist die GroBe der Transpondereinheit nur geringfiigig groBer 
als der Chip selbst, so daB nur relativ kleine Spulendurch- 
messer moglich sind, wodurch die Reich weite der kontakt- 
losen Chipkarte stark eingeschrankt wird. Bei den meisten 
kontaktlosen Chipkarten ist jedoch eine groBflache Spule, 
d. h. eine Spule deren Querschnittsflache nur geringfiigig 
kleiner als die Flache des Kartenkorper ist, notwendig. Eine 
derartig groBe Spule lieBe sich aber nicht mehr in einer klei- 
nen Transpondereinheit, die in eine Ausnehmung des Kar- 
tenkorpers eingebracht werden kann, integrieren. 

Aus diesem Grunde wird auch in der DE43 11 493 Al 
bei der Verwendung von Spulen mit einer groBen Quer- 
schnittsflache vorgeschlagen, die Transpondereinheit aus 
Spule und Chip zwischen die Schichten des Kartenkorpers 
im Laminations verfahren einzubetten. Um das dabeiauftre- 
tende Problem der Verwerfungen der Kartenoberflachen zu 
minimieren, wird dort vorgeschlagen, daB die Schichten, 
zwischen denen die Transpondereinheit einzubetten ist, Pro- 
filerhebungen aufweisen. 

Die Verwendung von derart profilierten Schichten ist je- 
doch aufwendig und teuer. Aber selbst dann, wenn diese 
verwendet werden, und eine so hergestellte Chipkarte je- 
doch in einer visuellen Qualitatskontrolle nach dem Lami- 
nationsprozeB aussortiert werden muB, befindet sich der 
teuerer Chip als verlorenes Bauteil in einer AusschuBkarte. 

Aus der G 92 16 195.2 ist ein mobiler, kontaktloser Da- 
tenspeicher bekannt. Dabei befindet sich die Antenne auf ei- 
ner ersten Leiterplatte und der Chip auf einer zweiten Leiter- 
platte, wobei die Leiterplatte mit dem Chip in eine Ausneh- 
mung der Leiterplatte mit der Antenne eingesetzt wird. Die 
Anordnung von erster Leiterplatte und zweiter Leiterplatte 
wird dann mit einer Schicht uberzogen, wodurch der Kar- 
tenkorper gebildet wird, der dann bedruckbar ist. Auch hier 
befindet sich im Fall einer bzgl. des Druckes als AusschuB 
bewerteten Karte der teuere Chip als verlorenes Bauteil in 
der AusschuBkarte. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine kontaktlose Chipkarte, 
in der eine groBflachige Antenne in den Kartenkorper einge- 
baut wird, so herzustellen, daB vor dem Einbau des teueren 
Chips in den Kartenkorper derselbe mit. seiner im Karten- 
korper- Hers tellungsprozeB ausgebildeten Oberflache und 
ggf. mit. einem auf dieser Oberflache aufgebrachr.en Druck 
nach AusschuBkriterien beurteilbar ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Par.entanspruches 1 gelost. Die 
sich daran anschlieBenden Unt.eranspriiche enthalten vor- 
teilhafte und fdrderliche Ausgestaltungen der Erfindung. 

ErfindungsgemaB wird in den Karienkorper ein separates 
Uberiragungsmodul, welches eine Antenne in Form minde- 
stens einer Spule und/oder in Form elektrisch leiiencler 
Schichten uufwcisL, eingebaut, wobei der Kartenkorper be- 
reits bedruckt. sein kann. Das Ubertragungsmodul weist. An- 
schluBflachen zur elektrisehen Ankopplung an dasChipmo- 
dul auf. Dieses Zwischenerzeugnis (Kartenkorper mil einge- 
lagerteni Ubetragungsmodul ohne teueres Chipnioclul) kann 
nun gegebenen falls bedruckt werden und wird anschlicttend 
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optisch nach AusschuBkriterien begutachtet. 

Das Chipmodul mit dem teueren Halbleiterbaustein wird 
nur in beanstandungsfrei bedruckte Kartenkorper mit ein- 
wandfreien Oberflachen eingesetzt. 

Auf diese Weise werden die AusschuBkosten erheblich 
reduziert, wodurch die HersteUung von kontaktlosen Chip- 
karten unter Kostengesichtspunkten attraktiv gemacht wird. 

Auf den Zeichnungen sind Ausfuhrungsbeispiele darge- 
stellt, welche nachfolgend naher erlautert werden. 

Es zeigt: 

Fig. 1 + Fig. 2 einen Schnitt durch einen Kartenkorper 
mit einem schematisch angedeuteten Chipmodul, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Ubertragungsmodul mit ei- 
ner Spule und elektrisch leitenden kapazitiven Schichten, 

Fig. 4 einen Schnitt durch ein Chipmodul, 

Fig. 5 einen Schnitt durch ein Chipmodul mit elektrisch 
leitenden StutzfuBen, 

Fig. 6 eine Unteransicht auf das Chipmodul von Fig. 5, 

Fig. 7 einen Schnitt durch Chipmodul (vgl. Fig. 4) und 
Kartenkorper vor dem Zusammenbau, 

Fig. 8 wie in Fig. 7, jedoch im zusammengesetzten Zu- 
stand, 

Fig. 9 einen Schnitt durch Chipmodul (vgl. Fig.. 5) und 
Kartenkorper vor dem Zusammenbau, 

Fig. 10 wie in Fig. 9, jedoch im zusammengesetzten Zu- 
stand, 

Fig. 11 eine Ansicht eines Chipmoduls mit einem lead- 
frame und flip-chip gebondetem Halbleiterbaustein, 

Fig. 12 einen Schnitt durch ein Chipmodul mit Keramik- 
block, 

Fig. 13 eine Ansicht einer zweiseitigen Antenne, 

Fig. 14 + Fig. 15 die Verbindung zwischen den AnschluB- 
. flachen von Chipmodul und Ubertragungselement mittels 
leitfahiger Partikel, die in ein thermoplastisches Material 
eingebettet sind (vor der Kontaktierung und nach erfolgter 
Kontaktierung), 

Fig. 16 die Verbindung zwischen den AnschluBflachen 
von Chipmodul und Ubertragungselement durch einen Lot- 
vorgang oder durch leitfahiges Kleben, 

Fig. 17 wie in Fig. 16, jedoch mit zusatzlich auf den An- 
schluBflachen aufgebrachten Lothugeln, 

Fig. 18 einen federnden Kontakt zwischen den AnschluB- 
stellen, 

Fig. 19 die Verbindung zwischen den AnschluBflachen 
von Chipmodul und Ubertragungselement mittels eines lei- 
tend beschichteten, flexiblen Balls. 

Die Chipkarte (Fig. 1 und Fig. 2) zur kontaktlosen Daten- 
ubertragung, weist ein separat. in den Kartenkorper (2) ein- 
gebautes Ubertragungsmodul (3) auf, welches eine Antenne 
(4, 5) in Form mindestens einer Spule (4) zur induktiven Da- 
ten- und Energieubertragung und/oder in Form elektrisch 
leitender Schichten (5) zur kapazitiven Daten- und Energie- 
iibertragung besitzt. Das Ubertragungsmodul (3) weist. An- 
schluBflachen (6) zur elektrischen Ankopplung an das Chip- 
modul (7) auf. . 

Getrennt vom Ubertragungsmodul. (3) wird in den Kar- 
tenkorper (2) ein Chipmodul (7) mil. mindestens einem JC- 
Baustein (8) und AnschluBflachen (21) zur elektrischen An- 
kopplung an das Ubertragungsmodul (3) eingebaut. 

Das Ubertragungsmodul (3) kann eine geschlossene Tra- 
gerschicht (9) aufweisen. auf der die Antenne (4 7 5) mil. den 
entsprechenden AnschluBflachen (6) angeordnet ist, wobei 
das Chipmodul (7) mil. seinen AnschluBflachen (21) auf der 
Tragerschicht (9) des Ubertragungsmoduls (3) angeordnet. 
ist (vgl. Fig. 1). 

in der Tragerschicht (9) kann auch eine Aussparung (10) 
flir eine zumindest teilweise Autnahine des Chipmoduls (7) 
vorgesehen sein (vgl. Fig. 2 unci Fig. 7). Im Bereich der 
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Aussparung (10) der Tragerschicht (9) ist auBerdem eine 
Kavitat (11) zur teilweisen Aufnahme des Chipmoduls (7) 
vorgesehen. 

Die Tragerschicht (9) des Ubertragungsmoduls (3) kann 
5 eine einseitige oder zweiseitige Schaltung aufweisen. 

In Fig. 1 3 ist ein Tragerelement dargestellt, auf dem uber 
Duchkontaktierungen (14) eine elektrisch leitende Verbin- 
dung zu einem Leiterbahnenstuck auf der der Spule abge- 
wandten Seite des Tragerelementes hergestellt wird. Dies 
10 ermoglicht die kreuzungs- und bruckungsfreie Anbindung 
des Spulenendes an die entsprechende AnschluBflache (6). 

Die Flache der Tragerschicht (9) entspricht in vorteilhaf- 
ter Weise der Grundflache des Kartenkorpers (2), um Defor- 
mationen des Kartenkorpers (2) und Verwerfungen der Kar- 
15 ten dber flache zu vermeiden. 

In einer alternativen Ausfuhrungsform (nicht dargestellt) 
ist das Ubertragungsmodul (3) mit Antenne (4, 5) und An- 
schluBflachen (6) als Stanz- oder Atzteil ohne Tragerschicht 
ausgebildet. Ein solches Ubertragungsmodul (3) kann in 
20 einfacher Weise in einen gespritzten Kartenkorper einge- 
formt werden. 

Die AnschluBflachen (21) des Chipmoduls (7) und die 
AnschluBflachen (6) des Ubertragungsmoduls (3) konnen in 
einem LotprozeB mit Widerstandsheizung, Infrarot- oder 
25 Laseraufheizung miteinander verbunden werden. 
Alternativen hierfur sind: 

- die Verbindung iiber einen leitfahigen Kleber (15) - 
vgl. Fig. 16, 

30 — die Verbindung iiber auf die AnschluBflachen (6, 21) 

aufgebrachte leitfahige Erhohungen (32) mittels Loten 
oder Kleben - vgl. Fig. 17, . 

- UltraschallschweiBen, 

- in einem thermoplastischen Material (16) eingebet- 
35 tete, leitfahige Partikel (17) - vgl. Fig. 14 + 15, 

- ein fedemd unterstutzter, mechanischer Beruhrungs- 
kontakt - z. B. mittels einer Kontaktfeder - vgl. Fig. 
18, 

- ein elastisch deformierbarer Korper (18), dessen 
40 Oberflache eine leitende Beschichtung (19) auf weist - 

vgl. Fig. 19. 

Auf dem Chipmodul (7) sind optional zusatzlich Kontakt- 
flachen (20) fur eine kontaktbehaftete Dateniibertragung 

45 vorgesehen. 

Das Chipmodul (7) weist in einer Ausfuhrungsform einen 
nicht leitenden Substratfilm (22) auf, auf dem der Chip (8) 
und die metallischen AnschluBflachen (21) angeordnet sind, 
wobei der Chip (8) uber Bohddrahte (23) mit den AnschluB- 

50 flachen (21) verbunden ist, und der Chip (8) und die Bond- 
drahte (23) von einer schutzenden VerguBmasse (24) umge- 
ben sind. 

Auf der einen Seite des Sub st.rat.fi Lms (22) sind der Chip 
(8) und die metallischen AnschluBflachen (21) angeordnet. 
55 und auf der anderen Seite die Kontaktflachen (20) fiir einen 
kontaktbehaft.eten Datenaustausch der Chipkarte (1). Im 
Substratfilm (22) sind Zugangsoffnungen (25) zu den Kon- 
taktflachen (20) ausgespart (vgl. Fig. 5). 

In einer nicht dargestellten Ausfuhrungsform ist der Chip 
60 (8) in einer Aussparung des Substratfilrns (22) auf den Kon- 
taktflachen (20) angeordnet. 

In "einer vorteilhaften Ausfuhrungsform weisen die An- 
schluBflachen' (21) des Chipmoduls (7) elektrisch leitende 
StutzfuBe (27) auf, die sich auf den AnschluBflachen (6) des 
65 Ubenragungsmoduls (3) absti.it.zen (vgl. Fig. 5. 9, 10). 

In einer weii.eren Ausfuhrungsform (vgl. Fig. 12) wird 
das Chipmodul (7) von einen im Querschnitt U-formigen 
Keramik- und/oder Kunst.stoffblock (29) mil einer dreidi- 
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mensionalen, die AnschiuBflachen (21) und die Kontaktfla- 
chen (20) aufweisenden Metallisierung gebildet.. 

In einer altemativen Ausfuhrungsform (vgl. Fig, 11) 
weist das Chipmodul (7) ein die Kontakt- und AnschiuBfta- 
chen (20, 21) bildendes Stanz- oder Atzteil (28) (einen soge- 5 
nannten leadframe) auf, auf dem der Chip (8) angeordnet ist. 

Auf einem solchen leadframe ist der Chip (8) in vorteil- 
hafter Weise mit seinen AnschluBstellen mittels Flip-Chip 
Kontaktierung direkt auf den entsprechenden Kontaktfla- 
chen (20) und den AnschiuBflachen (21) elektrisch leitend 10 
fixiert. 

Der Kartenkorper (2) kann von mehreren durch Lamina- 
tion miteinander verbundenen Schichten (2A) gebildet wer- 
den. 

Die Verbindung z wise hen den AnschiuBflachen (21) des 15 
Chipmoduls (7) und den AnschiuBflachen (6) des "Obertra- 
gungsmoduls (3) bewirkt zusatzlich zur elektrischen Kon- 
taktierung eine mechanisch stabilisierende Verbindung der 
beiden Module (3, 7). 

In einer nicht dargestellten Ausfuhrungsform weist das 20 
Ubertragungsmodul (3) mehrere, unterschiedlich dimensio- 
nierte Spulen (4) mit entsprechenden AnschiuBflachen (6) 
auf, die die Auswahl der unterschiedlichen Spulen (4) durch 
entsprechenden AnschluB der den Spulen (4) zugehorigen 
AnschiuBflachen (6) ermoglicht. 25 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen Chip- 
karte, die besteht aus 30 

- einem in einem Kartenkorper (2) eingebauten 
tJbertragungsmodul (3), das eine groBflachige 
Antenhe in Form einer Spule (4) zur induktiven 
Daten- und Energieiibertagung und/oder in Form 
elektrisch leitender Schichten (5) zur kapazitiven . 35 
Daten- und Energieiibertragung sowie AnschiuB- 
flachen (6) zur elektrischen Ankopplung an das 
Chipmodul (7) auf weist, wobei 

- das Ubertragungsmodul (3) zwischen den 
Kartenkorper (2) bildenden, laminierten 40 
Schichten (2A) eingebettet wird, 

- oder das Ubertragungsmodul (3) in einem 
um dasselbe einstuckig gespritzten Karten- 
korper (2) eingebettet wird, 

- einem in dem Kartenkorper (2) eingebauten 45 
Chipmodul (7) mit mindestens einem IC-Bau- 
stein, wobei das Chipmodul (7) AnschiuBflachen 
(21) aufweist, iiber die das Chipmodul (7) mit den 
AnschiuBflachen (6) des Ubertragungsmoduls (3) 
elektrisch verb un den wird, 50 

dadurch gekennzeichnet, daB 

- ein Zwischenerzeugnis bestehend aus dem im 
Kartenkorper (2) eingebetteten Ubertragungsmo- 
dul (3) hergestellt. wird, wobei bei dem Zwischen- 
erzeugnis eine zur Kartenvorderseite- oder Kar- 55 
tenriickseite hin offene Kavitat (10, 11) zur Auf- 
nahme des Chipmoduls (7) geschaffen wird und 
zwar so, daB die AnschiuBflachen des Ubertra- 
gungsmoduls (3) zumindest. teilweise im Bereich 
der Kavitat (10, II) liegen, 60 

- und erst, danach in einem weiteren, separaten 
Verfahrensschritl. das Chipmodul (7) in die Kavi- 
tat. (11, 10) des Zwischencr/eugnisscs zur Ausbil- 
dung einer funktionsfahigen, kontakt losen Chip- 
karte eingebaut wird. vvohei in dicsern Vertahrens- 65 
schriu. die AnschluBIHichen (21) des Chipmoduls 
(7) mil. den AnschiuBflachen (6) des Ubertra- 
gungsmoduls (3) elektrisch leitend verbunden 
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werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Ubertragungsmodul (3) verwendet wird, 
das eine geschlossene Tragerschicht (9) aufweist, auf 
der die'Antenne (4, 5) mit den entsprechenden An- 
schiuBflachen (6) angeordnet ist, wobei das Chipmodul 
(7) mit seinen AnschiuBflachen (21) auf den AnschiuB- 
flachen (6) des Ubertxagungsmoduls (3) angeordnet ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Ubertragungsmodul (3) verwendet wird, 
das eine Tragerschicht (9) aufweist, auf der die An- 
tenne (4, 5) mit den entsprechenden AnschiuBflachen 
(6) angeordnet ist, und in der Tragerschicht (9) eine 
Aussparung (10) fur eine zumindest teilweise Auf- 
nahme des Chipmoduls (7) vorgesehen ist, wobei das 
Chipmodul (7) mit seinen AnschiuBflachen (21) auf 
den AnschiuBflachen (6) des Ubertragungsmoduls (3) 
angeordnet ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB in dem Kartenkorper (2) zusatzlich zur Aus- 
sparung (10) -in der Tragerschicht (9) eine Kavitat (11) 
zur teilweisen Aufnahme des Chipmoduls (7) vorgese- 
hen ist. 

5. ' Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche 
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht 
(9) des Ubertragungsmoduls (3) eine einseitige Schal- 
tung aufweist. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche 
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht 
(9) eine zweiseitige Schaitung aufweist. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Tragerschicht (9) mindestens eine Durch- 
kontaktierung (14) zur Verbindung eines Spulenendes 
rnit der entsprechenden AnschluBflache (6) aufweist. 

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche 
2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Flache der 
verwendeten Tragerschicht (9) der Grundflache des 
Kartenkorpers (2) entspricht. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Ubertragungsmodul (3) verwendet wird, 
das zur Ausbildung der Antenne (4, 5) und der An- 
schiuBflachen (6) als Stanz- oder Atzteil ohne Trager- 
schicht ausgebildet ist. 

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die AnschiuBflachen 
(21) des Chipmoduls (7) und die AnschiuBflachen (6) 
des Ubertragungsmoduls (3) in einem LotprozeB, z. B. 
mittels Widerstandsheizung, Infrarot- oder Laserauf- 
heizung, miteinander verbunden werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-, 
durch gekennzeichnet, daB die AnschiuBflachen (21) 
des Chipmoduls (7) und die AnschiuBflachen (6) des 
Ubertragungsmoduls (3) iiber einen leitfahigen Kleber 
(15) miteinander verbunden werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die AnschiuBflachen (21) 
des Chipmoduls (7) und die AnschiuBflachen (6) des 
Ubert.ragungsnioduls (3) durch UltraschallschweiBen 
miteinander verbunden werden. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die AnschiuBflachen (21) 
des Chipmoduls (7) und die AnschiuBflachen (6) des 
Ubertragungsmoduls (3) durch in einem thcrmoplasti- 
scheu Material (Irt) cingebellele, leittahige Parlikel 
(17) miteinander verbunden werden. wobei beini Kiri- 
sel/.cn des Chipmoduls (7) in den mit einem Ubertra- 
gungsmodul (3) bestiickten Kartenkorper (2) die leitfa- 
higen Parlikel (17) int'olge einer lirweichung und Koni- 
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pression des thermoplasuschen Materials (16) eine 
Kontaktierung der entsprechenden AnschluBflachen (6, 
21) bewirken. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die AnschluBflachen (21) 5 
des Chipmoduls (7) und die AnschluBflachen (6) des 
Ubertragungsmoduls (3) nur durch einen fedemd un- 
terstutzten, mechanischen Beruhrungskontakt mitein- 
ander eleklrisch leitend verbunden werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 10 
durch gekennzeichnet, daB die AnschluBflachen (21) 
des Chipmoduls (7) und die AnschluBflachen (6) des 
Ubertragungsmoduls (3) liber einen elastisch defor- 
mierbaren Korper (18), dessen Oberflache eine leitende 
Beschichtung (19) aufweist, miteinander verbunden 15 
werden. 

16. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Chipmodul (7) 
verwendet wird, auf dem Kontaktflachen (20) fur eine 
kontaktbehaftete Datenubertragung vorgesehen sind. 20 

17. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet,. daB ein Chipmodul (7) 
verwendet wird, das einen nicht leitenden Substratfilm 
(22) aufweist, auf dem der Chip (8) und die metalli- 
schen AnschluBflachen (21) angeordnet sind, wobei 25 
der Chip (8) iiber Bonddrahte (23) mit den AnschluB- 
flachen (21) verbunden ist, und der Chip (8) und die 
Bonddrahte (23) verkapselt sind. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Chipmodul (7) verwen- 30 
det wird, das einen nichtleitenden Substratfilm (22) 
aufweist, wobei auf der einen Seite des Substratfilms 
(22) der Chip (7) und die metallischen AnschluBfla- 
chen (21) angeordnet sind und auf der anderen Seite die 
Kontaktflachen (20) fur einen kontaktbehafteten Da- 35 
tenaustausch der Chipkarte (1) angeordnet sind, und im 
Substratfilm (22) Zugangsoffnungen (25) zu den Kon- 
taktflachen (20) ausgespart sind, und der Chip (8) iiber 
Bonddrahte (23) mit den Kontaktflachen (20) und den 
AnschluBflachen (21) verbunden ist, und der Chip (8) 40 
und die Bonddrahte (23) verkapselt sind. 

19. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB ein Chipmo- 
dul (7) verwendet wird, das einen Substratfilm (22) mit 
einer zweiseitig durchkontaktierten Schaltung auf- 45 
weist, und der Chip (8) rnittels Flip-Chip Kontaktie- 
rung auf der Schaltung elektrisch leitend fixiert ist. 

20. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Chipmodul (7) 
verwendet wird, dessen AnschluBflachen (21) elek- 50 
trisch leitende StiitzfuBe (27) aufweisen, die sich auf 
den AnschluBflachen (6) des Ubertragungsmoduls (3) 
abstutzen, und der Chip (8) und die Bonddrahte (23) zu 
den AnschluBflachen (21) verkapselt. sind. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 55 
zeichnet. daB ein Chipmodul (7) verwendet wird, des- 
sen StiitzfuBe {27) die Verkapselung (24) uberragen. 

22. Verfahren nach einern der vorstehenden Anspru- 
che 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB ein Chipmo- 
dul (7) verwendet wird, das von einen im Querschnitt 60 
U-formigen Keramik- und/oder Ku n s is to ff block (29) 
mil. einer dreidimensionalen, die AnschluBflachen (21) 
und die Kontaklftachen (20) aufweisenden Metallisie- 
rung gebildei. isL wobei der Chip (8) im Inneren des 
Blocks (29) angeordnet ist und iiber Bonddrahte (23) 65 
mil den entsprechenden AnschluBflachen (21) und 
Koniaktflachen (20) verbunden isr. und der Chip (X) 
und die Bonddrahte (23) verkapselt sind. 



23. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Chipmodul (7) verwen- 
det wird, das ein die Kontakt- und AnschluBflachen 
(20, 21) bildendes Stanz- oder Atzteil (28) (einen soge- 
nannten leadframe) aufweist, auf dem der Chip (8) an- 
geordnet ist. 

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Chipmodul (7) verwendet wird, bei 
dem der Chip (8) mit seinen AnschluBstellen rnittels 
Flip-Chip Kontaktierung direkt auf den entsprechen- 
den Kontaktflachen (20) und den AnschluBflachen (21) 
elektrisch leitend fixiert ist. 

25. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB die gestanzte oder geatzte Antenne (4, 5) mit 
den AnschluBflachen (6) in einem gespritzten Karten- 
korper eingeformt wird, wobei die AnschluBflachen (6) 
auf dem Boden einer Kavitat im Kartenkorper zur Auf- 
nahme des Chipmoduls (7) liegen. 

26. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB die gestanzte oder geatzte Antenne (4, 5) mit 
den AnschluBflachen (6) in einem gespritzten Karten- 
korper eingeformt wird, wobei die AnschluBflachen (6) 
auf den Schultem einer zweistufigen Kavitat zur Auf- 
nahme des Chipmoduls (7) liegen, und das Chipmodul 
(7) zumindest teilweise zwischen den die AnschluBfla- 
chen (6) tragenden Schultern eingebettet wird. 

27. Chipkarte nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Ubertragungs- 
modul (3) verwendet wird, daB mehrere, unterschied- 
lich dimensionierte Spulen (4) mit entsprechenden An- 
schluBflachen (6) aufweist, die wahlweise verwendbar 
sind. 
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